
特
集

239エレクトロニクス実装学会誌　Vol. 18 No. 4 (2015)

1. はじめに

　電子機器の実装における鉛フリー化は実用段階に入って
いるが，すずウィスカ発生抑制の課題は 2000年頃から問題
視され，現在でも継続して検討されている。国内では，
JEITA（（一社）電子情報技術産業協会）が中心となって，
中小企業基盤整備機構の戦略的基板技術高度化支援事業の
元に 18年度から 3ヵ年計画で推進されてきた 1)。
　一方国外では，iNEMI (The International Electronics Manu-
facturing Initiative)が中心となって，主としてすずめっきか
らの内部応力によるものと腐食によるウィスカの発生抑制
を中心に検討されている 2)。
　ここでは，上記の JEITAの中小基盤整備機構から支援を
受け，はんだの腐食によるウィスカの発生を抑制する研
究 3),4)とその後に行われたウィスカの発生を見る加速試験
法に取り組んで，筆者らが JIEP（エレクトロニクス実装学
会）に総合論文として発表している 5)ので，これらの研究
の中から紹介する。
　すなわち，この論文の中ではんだ腐食を伴って発生する
ウィスカは，温湿度条件で加速される。ところが，さらに
加速性を高めるために行った 100°Cより高い従来のHAST† 
(Highly Accelerated Temperature and Humidity Stress Test)試験
では加速性が得られず，Airを加えた Air-HAST†で初めて
加速性が得られることが判っている 5)～7)。
　本報では前報 5)のはんだからのウィスカ発生と加速試験
法の検討を行った結果の紹介を行って，従来の HASTによ
る加速性試験では適応できない実例を紹介する。

2. はんだウィスカ発生の評価結果の概要5)

　この研究の詳細は文献 5)を参照頂くとして，その概要を
次に示す。
　試料は JPCA ET-01に準拠したくし型基板に，Sn-3Ag-
0.5Cuのはんだを使用し，塗布フラックス（フラックスの
主成分：IPA75 wt%とWWロジン 25 W%）を処理したも
ので，活性剤としてジエチルアミン・HBr塩の配合量を変

えた試料，アジピン酸の配合量を変えた試料，ラウリルア
ミンの配合量の変えた試料ならびに活性剤無しの試料につ
いて検討されている。その結果は Table 1に示すように，臭
素系フラックスで早くからウィスカが見られている。同時
に，温度を変えた実験結果からウィスカ発生に加速性が見
られている。さらに加速性を見るために，臭素系フラック
スを使用した試料で HAST領域の 110°C/85%RHで検討さ
れたが，Table 2に示すようにウィスカの発生が見られな
く，空気分圧を加えた Air-HASTにおいてウィスカが早く
から見られ 5),6)，その結果は Fig. 1に示したようになってい
る。その時のウィスカ発生状況の一例を Fig. 2に示す。
　このように，臭素系活性剤を含むフラックスの残渣が多
いとはんだの局部的な腐食を促進し，ウィスカの発生を早
めていると説明されている 4)。
　これらの HASTと Air-HASTの実験結果から，試料の断
面を観察して Fig. 3と Fig. 4に示す。Fig. 3に示したよう
に，ウィスカの見られていない HASTでは 200 h経過後で
もはんだ層に腐食は見られないが，Fig. 4の Air-HASTでは
はんだ層への酸素の進入が見られており，ウィスカの発生
と対応が得られている。
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Table 1. Influence of fluxes and circumstances to whisker growth

Activator Dietyl amine HBr salt
Organic 

 acid
Laurylamine

No 
activator

Content 
wt%

0.1  2  2  2  4 0.1 1.9 0.12 2.41 –

Temp. (°C) 85 85 70 55 85 85 85 85 85 85
Humidity  
(%RH)

85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

500 h N  40 – – 45 – – – – –
1,000 h N  67 N N 44 N N N N N
1,500 h N  91 N N 63 N N N N N
2,000 h N  83  16 N 87 N N N N N
3,000 h – 102  35 N – –  9 – N N
4,000 h – 125  86 N – – – – – –
5,000 h – 153  64 N – – 23 – N  7
7,000 h – 160 110 20 – – 24 – 70  6

10,000 h – 208 112 17 – – N – 29  9

Note: Whisker growth N: no, Maximum length of whisker: μm


